集成电路封装行业三大阶段量大问题三大壁垒（附报告目录）
1、行业发展概况
集成电路产业是目前世界上发展最快、最具影响力的产业之一，随着产业的发展，产业结构也不断的发生变化。早期集成电路产业链中以“全能型”企业即IDM（Integrated Device Manufacturing 垂直整合制造）模式为主，封装及测试往往作为集成电路企业的部门存在。上世纪七十年代开始，材料、设备业先后从产业链中分离，随后封装、测试、制造、设计也相继分离，分离出多个“专而精”的细分子行业，并以此形成了产业集群。产业结构也演变成为在 IDM 公司继续发挥重大作用的基础上，形成了设计业、制造业、封装业和测试业独立成行的产业格局。集成电路封装及测试企业从以往 IDM 的部门、制造业或封装业生产工序中渐渐分离成为集成电路产业链中的独立一环。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年集成电路封装市场现状研究及未来前景趋势预测报告》
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集成电路是信息产业的基础和核心，集成电路产业是国民经济的关键基础性和战略性行业，在国民经济中占据着十分重要的地位。集成电路（Integrated Circuit,简称 IC）是 20 世纪 60 年代初期发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成具有一定功能的电路所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。集成电路所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面发展。集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类；集成电路也可以按集成度高低的不同分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路以及极大规模集成电路等；此外，集成电路还可以按照制作工艺、导电类型、用途、应用领域及外形分为不同的种类。
集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出，各国对该行业都极为重视，发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展，使得这一行业的竞争非常激烈，激烈的竞争也使得集成电路技术得以不断更新。集成电路行业属于典型的资本密集型、技术密集型和人才密集型产业，并且规模经济特征明显。集成电路行业是需要不断投入巨额资金、大量人力的产业，设备费用和研发费用都非常大。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。自集成电路发明以来，芯片产量和性能成千万倍提高，而芯片平均售价却不断下调，所以只有依靠大规模生产，实现规模经济，才能降低单位成本，实现盈利。集成电路产业链分为电路设计、晶圆制造、芯片封装以及测试等环节。
自发明集成电路至今几十年以来，集成电路产品从小规模集成电路逐步到目前的极大规模集成电路，整个集成电路产品的发展经历了从传统的板上系统（System-on-board）到片上系统（System-on-a-chip）的过程，世界集成产业为适应技术的发展和市场的需求，其产业结构经历了三次变革。
第一阶段——以加工制造为主导的 IC 产业发展阶段
上世纪七十年代，集成电路的主流产品是微处理器、存储器以及标准通用逻辑电路。这一时期集成电路制造商（IDM）在行业中充当主要角色，集成电路由制造商（IDM）自行设计，并由自己的生产线加工、封装，测试后的成品芯片自行销售，集成电路测试与半导体工艺密切相关，并且仅作为附属部门而存在。集成电路产业仅处在以生产为导向的初级阶段。
第二阶段——标准工艺加工线与设计公司格局出现
上世纪八十年代，集成电路的主流产品为微处理器（MPU）、微控制器（MCU）及专用 IC（ASIC）。行业中的无生产线的集成电路设计公司（Fabless）与标准工艺加工线（Foundry）相结合的方式开始成为集成电路产业发展的新模式。
第三阶段——IDM 与“四业分离”并存产业结构形成
上世纪九十年代开始，随着互联网的兴起，集成电路产业跨入以竞争为导向的阶段，产业竞争由原来的资源竞争、价格竞争转向人才知识竞争、密集资本竞争。此时，越来越庞大的集成电路产业体系并不有利于整个产业发展和壮大，集成电路产业结构向高度专业化转化成为一种趋势，开始形成了设计业、制造业、封装业、测试业独立成行的局面。集成电路产业从此进入制造商（IDM）继续发挥重大作用，设计业、制造业、封装业和测试业“四业并举”的产业格局。
目前，国际上最大的半导体公司仍多为 IDM 企业，例如世界前几名半导体公司都是典型的 IDM 企业。与此同时，也涌现出独立的 IC 设计公司、晶圆制造企业、封装测试企业及独立测试企业。集成电路封装及测试业在整个产业链中处于服务的位置，贯穿在集成电路设计、芯片制造、封装以及集成电路应用的全过程，封装及测试是集成电路产业链中重要的一环，具有技术含量高、知识密集的特点。
2、行业发展存在的问题
（1）技术存在一定差距
尽管集成电路产业已经成为我国的支柱产业之一，但是集成电路行业尤其是测试行业的技术水平与国际先进水平还存在一定的差距。目前，在集成电路行业中的高端技术和高端产品的市场份额仍然由行业国际巨头所占据，其中集成电路测试行业国内企业仍以中低端测试为主，无论从技术水平、测试规模和测试装备上发达国家企业均具有一定的优势，这些均对行业的发展造成了一定的负面影响。
（2）集成电路装备制造产业较为薄弱
支撑我国半导体产业的集成电路装备制造业规模小、技术水平落后、创新能力不足，尚不具备为集成电路制造、封装以及测试产业提供充分配套的能力。国产集成电路封装测试设备主要集中在低端和半商业化应用领域，高端的封装测试设备则主要依赖于国际主流的测试设备厂商，诸如新加坡 ASM、瑞士ESEC、美国 Kulicke & Soffa 和日本 Shinkawa、Kaijo、DISCO 等公司，但过于依赖于进口的装备制造业，往往成本高、售后服务也受限，在一定程度上会限制国内集成电路封装测试行业的发展。
3、行业壁垒
（1）人才要求高
集成电路封装行业属于高科技行业，专业技术归根结底都掌握在人才的手中，企业的人才供应主要有两个来源，一是靠自己培养，二是从外部引进，目前行业内掌握专业技术的人才供给是有限的，尚不能满足行业发展的需求，因此对新进入的企业而言，如何解决人才供应是比较棘手的问题。
（2）技术水平要求高，需要持续的生产实践积累
集成电路封装行业属于技术密集型的行业，行业的进入需要丰富的生产加工经验的积累，技术水平要求较高。集成电路行业属于高度标准化的行业，表现在产品上，各种形式的封装产品是标准化的，行业的创新主要体现为产品生产工艺上的创新，技术水平主要体现为产品加工的工艺水平。生产工艺的创新和技术水平主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。
（3）资本需求大
集成电路封装行业同时属于资金密集型行业，生产所需的机器设备大部分要从国外进口，资金需求量较大。同时由于近年来原材料价格持续波动，对企业流动资金的要求增加，小企业可能无法承担价格上涨而造成的成本压力，因此也增加了行业新进入者的市场风险。
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5.2.3 C公司竞争力分析
（1）企业发展简介
（2）企业经营情况分析
（3）企业主营产品及应用领域
（4）企业市场区域及行业地位分析
5.2.4 D公司竞争力分析
（1）企业发展简介
（2）企业经营情况分析
（3）企业主营产品及应用领域
（4）企业市场区域及行业地位分析
5.2.5 E公司竞争力分析
（1）企业发展简介
（2）企业经营情况分析
（3）企业主营产品及应用领域
（4）企业市场区域及行业地位分析
5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析
5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析
5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析
5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析
5.4.1 现有竞争者之间的竞争
5.4.2 上游议价能力分析
5.4.3 下游议价能力分析
5.4.4 行业潜在进入者分析
5.4.5 替代品风险分析
5.4.6 行业竞争五力模型总结
 
第6章：集成电路封装行业主要企业经营分析
6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析及CR情况分析
6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析
6.2.1 A公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业运营业务情况分析
（4）企业技术及资质发展情况
6.2.2 B公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业股权结构分析
（3）企业经营状况分析
（4）企业产品结构分析
6.2.3C公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业股权结构分析
（3）企业发展商业模式分析
（4）企业发展面临风险情况分析
6.2.4 D公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业股权结构情况
（3）企业商业模式分析
（4）企业发展面临风险情况分析
6.2.5 E公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构及新产品动向
（4）企业销售渠道与网络
 
第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议
7.1 集成电路封装行业投资特性分析
7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒
（1）技术壁垒
（2）渠道壁垒
（3）人才壁垒
（4）市场规模壁垒
（5）其他壁垒
7.1.2 集成电路封装行业盈利模式
7.1.3 集成电路封装行业盈利因素
7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析
7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况
7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析
7.3 集成电路封装行业投融资分析
7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析
（1）基金对集成电路产业的扶持情况
（2）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议
（3）大基金对集成电路产业的投资情况
（4）大基金对集成电路产业的投资建议
7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析
7.3.3 半导体行业资本支出分析
7.4 集成电路封装行业投资建议
7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析
7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析
7.4.3 集成电路封装行业投资建议
（1）投资区域建议
（2）投资产品建议
（3）技术升级建议
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